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IMPRESION PARA LA IMPRESION EN HUECO.

DE LA RUE GIORI SA., entidad suiza, residente en 
4, rué de la Paix, LAUSANNE, Suiza.

A

La presente invención tiene por objeto un proce­
dimiento de fabricación de placas de impresión para la im­
presión en hueoo, quedando dentro de la invenoión la placa 
obtenida por tal procedimiento asi oomó la utilización 

5. de dicha placa.
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Se conoce el procedimiento de impresión grabado eñ' 
dulce utilizado para las impresiones de alta calidad, por 
ejemplo loa billetes de banco. Las placea de impresión graba­
do en dulce presentan tallas bien grabadas, de profundidades 
diferentes,y con tales placas se puede obtener un dibujo muy 
fino y muy complejo asi oomo un relieve tridimensional de la 
tintad

Igualmente se conoce el procedimiento de impresión ¡t !
ofaet menos costoso que el procedimiento de grabado en dulce,! 
pero utilizando placas de impresión ofset ouyo procedimiento } 
de fabricación no permite obtener dibujos tan finos y preoisoá 
y que comprenden relieves, como es el caso con las plaoaa do 
grabado en duloe; con tales plaoas ofset, la imagán impresa 
en el papel es plana.

En las máquinas de grabado en duloe, es neoesario 
tener una gran presión entre el oilindro de impresión y el 
oillndro porta-placa, ya que el papel debe ser oprimido muy 
fuertemente contra las tallas de modo a ser ligeramente com­
primido en el interior de estás tallas para retirar.la tinta 
bastante viscosa almaoenada en las tallas, mientras que con 
el procedimiento ofset no es neoesario que la presión entre 
el cilindro porta-mantilla y el oilindro porta-placa por una 
parte, y el oilindro de impresión por otra, sea muy elevada, j 
lo que es más fácilmente realizable meoanlcamente, siendo así* 
las máquinas ofset menos pesadas y no exigiendo una construc­
ción estética como las máquinas de grabado en duloe.

La presente invenoión se propone un procedimiento 
de fabrioaoión de placas utilizables oon el procedimiento de 
impresión ofset que presenta una real ventaja aconómioa, te­
niendo estas plaoas las mismas características que las plaoaa
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de grabado en duloe en lo que oonclerne a la precisión, comple­

jidad y fineza de los diseños.
El procedimiento de fabricación de una placa para 

la impresión en hueco según la presente invenoión se carao- } 

te riza por que: i
a) se parte de una placa grabada para la impresión 

grabado en dulce de la que al menos la capa superfioial está 
compuesta de un material, preferiblemente oromo, que retiene ¡ 
un agente de humectación para que esta superficie reohaze la , 
tinta,

b) se aplica sobre toda la superficie de esta placa^ 
comprendidas las superficies de las tallas, al menos una capa} 
de una materia dura o que puede ser endureolda que se adhiere} 
fuertemente a la plaoa y que acepta la tinta) siendo efectuada 
la aplicación y la distribución de esta capa de tal forma que
.esta capa que recubre las supeyfioles de las tallas defina 
una profundidad y una forma deseadas de estas tallas,

o) en el oaso de la utilización de una materia que 
puede ser endurecida, se deja endureoer esta materia al menoa 
parcialmente hasta que haya alcanzado su estado seco,

d) se elimina a continuación esta materia de la su­
perficie fuera de las tallas para haoer reapareoer la oapa 
superficial, comprendiendo la fase de esta eliminación de la 
oapa, un tratamiento meoánioo oomo la enmienda o raspadura,
o el esmerilado,

e) en el oaso de 3a utilización de una materia que 
puede ser endurecida, se oompleta eventualmente el endurecí-

!
miento.

La presente invenoión se refiere igualmente a la 
placa obtenida por este procedimiento, oaraoterlzada porque
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comprende tallas grabadas para la impresión grabado en dulce,¡ 
déla que al menos la oapa superficial está constituida por un 
material que retiene un agente de humectación para que esta 
superficie rechaze la tinta, y porque las tallas son llenadas! 
parcialmente de una materia que acepta la tinta, presentando 
la superficie de la materia que llena ias tallas una ligera 
oonoavidad.

Dicha placa es utilizada en una máquina ofset húme-! 
da y coopera con un oilindro porta-mantilla. j

Se acumula asi en el mismo procedimiento las ventajea 
del procedimiento ofset, en lo que concierne a la máquina de j 
impresión y del procedimiento de grabado en dulce, en lo que 
respecta a la cavidad del dibujo impreso.

La invención será mejor comprendida oon ayuda de 
la descripolón que sigue y heoha oon referenoia al dibujo ane^o, 
en el que:

La figura 1 representa una seoción esquemática heohe 
a través de una plaoa de impresión obtenida con el prooedimier 
to según la invénoión tras la aplioaoión de la oapa que aoep- 

ta la tinta.
La figura 2 representa la miama plaoa al final de 

la última fase de ejeouoión.
Se parte de una plaoa 1 grabada oomo para la impre­

sión da grabado en dulce y formada por ejemplo de oobre, niquel 
o hierro, que presenta tallas en hueoo 5 de diferentes pro­
fundidades y que pueden representar un dibujo muy oompleto. La 
oapa superfioial 2 de la plaoa es de material qup aoepta un 
agente humeotante que reohaza la tinta, en el ejemplo conside­
rado este material es oromo.

Para esta oapa supárfioial 2, ea igualmente posible
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utilizar otros materiales, por ejemplo aluminio anodizado.
A continuación ae aplica sobre la superficie de es-¡

ta placa grabada una capa delgada de materia 3, cuyo espesor
puede ser del orden de 0,01 a 0,1 mm de Un barniz de esmalte '
que endurece bajo el efecto de la luza, como por ejemplo los
conocidos en el mercado bajo la designación EMAILIT o PHOTO- !, )
HESIST,o de otra substancia bien conocida para la preparación!' !
de las placas ofset o fotomecánicas en litografía. Esta capa ' 
de esmalte tiene la propiedad de adherirse fuertemente a la 
placa y de constituir tras exposición una superficie dura. La 
aplicación de esta capa 3 as preferentemente efectuada manual­
mente por medio de una pieza de tela o de fieltro, o de un p&4 
cel que extiende asi la materia por frotamiento sobre toda la i 
superficie de la placa para que todas las tallas 5 sean llena­
das parcialmente con esta materia, lo que da a la superficie 
de esta materia en el fondo de las tallas una oierta oonoavided 
como lo muestra esquemáticamente las figuras 1 y 2. La materia 
que recubre asi la auperfíoie de las tallas 5 define una pro­
fundidad y una forma deseadas de estas tallas. Esto da la po­
sibilidad de formar tallas de una profundidad más pequeña 
adaptada a las placas de impresión ofset. Se pueden obtener 
tallas con profundidades que van de 0,03 a 0,12 mm.

A continuación, se haoe endureoer la oapa 4 por una 
exposición suficiente. La fase siguiente del procedimiento con­
siste en eliminar del planio,la oapa de materia 3 de modo a 
hacer aparecer la oapa auperfioial 2 de la plaoa. Esta elimlnai- 
oión es efectuada por un tratamiento meoánloo de la superficie), 
por ejemplo por enmienda o raspadura, o esmerilado manual, o ¡ 
oon ayuda de una herramienta o de una máquina apropiada, como } 
ello será desorito ulteriormente.
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El esmalte que endurece a la luz puede se? sustituí 
do por otro esmalte o un barniz, en particular termoendureoi- 
ble, que forma una capa dura perfectamente adherente a la 
placa.y que acepta la tinta. Por tanto la capa 3 puede estar 
constituida por una resina o un barniz sintátioo, por ejemplc
un barniz epoxi termoendurecible conocido en él.méroado %ajo] 
la designación "EPOXYDOR 2". Aplioando este barniz epoxi de ! 
dos constituyentes, se efeotua el endurecimiento por calenta­
miento a 180BC aproximadamente en un horno durante dos a tret 
horas, y después se deja enfriar.

Igualmente se puede utilizar barnizas epoxi de un 
solo constituyente, o por.ejemplo los barnizas sintéticos 
conooidos en el mercado bajo la designación "SINTORO" o bien 

un barniz a base de nitro-oelulosa que se enouentra en el 
meroado bajo la designación "SIDA", o inoluso barnizes de 
esmalte acrilioo perfectamente oonocidos en el oomeroio.

En el oaao de un esmalte, de un barniz o de una re-' 
sina termoendurecible, se hace, bien entendido, oalentar la 
placa después de haber aplicado la oapa 3 para llegar al en­
durecimiento. De un modo general el endurecimiento oompleto 
puede ser efeotuado ya sea antes o bien después del tratamien­
to meoánioo, a saber la eliminación de la plaoa de planio 
fuera de las tallas. En efeoto, basta que la materia que for-- 
ma la oapa 3 esté seoá para que se oomienze el tratamiento 
meoánioo. Por tanto es perfectamente posible-aguardar unioa- 
mente a que esta materia haya aloanzado su estado seoo antea 
de eliminar la oapa 3 del planio y de eíeotuar el endureci­
miento oompleto después de tratamiento meoánioo. Esto puede 
ser realizado en partioular si se utiliza un barniz termoen- 
dureoible, en ouyo oaso se puede eíeotuar el calentamiento



para el endurecimiento completo y en el caso de un esmalte j 
termoendureclble para cooer este esmalte. j

De un modo general, como material que oonfiere a 
las tallas la propiedad de aceptar la tinta, se puede utilizap 
en principio toga substancia plástica que puede ser aplioada i 
como Capa sobre la placa, que es endurecible, se adhiere per­
fectamente a la placa, y que, en estado duro acepta la tinta.

Eventualmente se puede, a fin de aumentar el espe- ¡ 
sor de la oapa 3 en las tallas, aplioar una o varias capas ! 
-suplementarias repitiendo la aplicación de la oapa como se 
acaba de describir.

Igualmente se puede utilizar como material que oonaj- 
tituye la capa 3 una capa metálioa depositada por via química 
o electrolítica de un metal que acepta la tinta, en partioular 
opbre, níquel o hierro, oapa que puede tener un espesor que 
va de algunas oentésimas de milímetro a aproximadamente 0,1 mm; 
igualmente es posible prever una capa metálica más delgada 
que tiene unioamente algunos mloronea sobre todo en el oaso 
en que no se desee haoer disminuir las dimensiones originales 
de las tallas.

Según una forma preferida de la invenoión, la eli­
minación de la capa 3 es efeotuada oon ayuda de una aíquina-grjt 

nuladora. A este efecto, la placa de impresión es oolooada en 
una máquina**granuladora de la que solo se ha representado es­
quemáticamente las bolas 4 en la figura 2. Este tipo de má- 
quina-granuladora es bien oonooido para operaciones de granu­
lación de las plaoaa, siendo dispuestas las plaoas a tratar en 
un marco metálico suspendido oon ayuda de ganchos a, por ajem-- 
plo, ouatro cables, estando animado este maroo meoánioamente 
de un movimiento de oaoilación preferentemente oiroular obte-
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nido por una masa de gravitación excéntrica en rotación, sieni- 
do reoubierta la superficie a tratar de una multitud de bolas 
de acero o de poroelana de diferentes diámetros y ouyo frota­
miento sobre la superficie produce un desgaste uniforme. {

La placa se fija por tanto en esta máquina, estando! 
dirigida la superficie a tratar hacia la parte superior y ra-¡ 
cubierta de numerosas bolas de acero 4. El movimiento dé os- ! 
oilación imprimido a la máquina-granuladora provooa el roda- i 
miento y el deslizamiento de las bolas sobre la superficie a ¡ 
tratar y tiene un efecto de desgaste sobre esta superficie. A 

fin de que solo las superficies fuera dé las talías sean ata-' 
oadas por esta tratamiento abrasivo, es necesario que las bo­
las no puedan introducirse en las tallas. La mayor de las ta­
llas pueda tener una anchura que va por ejemplo hasta 0,2 mm, 
por lo que eB preciso que el diámetro de la menor bola sea 
superior a esta dimensión. Se detiene la operaoión de granu­
lación ouando la capa 3 ha desaparecido totalmente de la su­
perficie no imprimante que haoe apareoer la capa inferior de 
oromo 2.

Preferentemente, la superficie de la plaoa es humeo-- 
tada durante el tratamiento, principalmente ooh el fin de 
evaouar por enguagado el material retirado. El diámetro de la<< 
bolas ae elige de tal forma que aea ai menos tras veoes supe­
rior a la mayor anchura de las tallas y ello a fin do que las 
aristas superiores de las tallas no sean despuntadas durante ; 
el pulimento.

La placa es a oontinuaolón retirada do la máquina- 
granuladora y puede ser sometida a tratamientos suplementario)), 
por ejemplo en el oaso en que la oapa superficial 2 de la pla-- 
oa sea de cromo, para mejorar la propiedad de sata oapa de30.
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cromo de retener el agente humectante. La placa puede entonce^ 
ser ourvada y fijada sobre el cilindro de la máquina impri­
mante.

Se ha oomprobado que el tratamiento de la placa 
por la máquina-granuladora permite no solo eliminar de una ma-r 

ñera completa laa capea de materiales indeseables sobre el j 
planio, sino que permite además obtener una superfioie aoabadj 
de oromo que presenta excelentes características para que un ¡ 
agente de humectaoión sea retenido.

Si la oapa 3 está oonstituida por un barniz o una 
resina sintética, puede ser interesante para facilitar el 
tratamiento meoánioo que acaba de ser desorito tomar, después 
de haber seoado la capa 3, otra pieza de tela impregnada de 
disolvente apto para disolver la resina sintátioa, y seoar la 
superfioie de la placa para eliminar, parcialmente, lp capa 
3 de resina sintátioa de la superficie del planio, no tenien­
do el disolvente que penetra parcialmente en lhs tallas efecto 
alguno perjudioial.

En lugar de aplioar las capas manualmente oomo se 
ha mencionado en la forma de ejeouoión desorita más arriba,

t
se puede utilizar medios o dispositivos oonooidos tales oomo 
por ejemplo: pistola pulverizador, pinoel, y en el oaao de 
metal, por depósito quimioo o eleotrolitioo; asta substancia } 
es a continuación retirada del planio preferentemente por me-¡ 

dio de una máquina-granuladora. !t
Tal placa puede ventajosamente ser utilizada en una 

máquina de impresión del tipo ofset, presentando esta plaoá 
un diseRo de una precisión y de una complejidad similares al j 
de una placa de grabado en dulce utilizando a la vez una tlntá 
de igual oalidad que la utilizada en el procedimiento ofset [
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convencional con la utilización de un dispositivo de humectan 
ción y una presión normal entre el cilindro porta-placa y el 
cilindro porta-mantilla. Se ha podido oomprobar que una im­
presión obtenida con una placa según la invención es muy di- j 
ficil de imitar. ¡

Se ha evocado que en los papeleá-valores de alta ¡
¡

calidad, se enouentra siempre dos tipos de impresión, a saber; 
la impresión del fondo de seguridad, por ejemplo por erpro- ' 
cedimlento ofset seco oqnvénolonal y, superpuesto a ál,el dí-¡ 
bujo principal obtenido por ejemplo por el procedimiento de j 
grabado en duloe.

Según una utilización preferida, se aplioa esta uni­
dad ofset oon la placa de impresión obtenida por el procedi­
miento según la presente invenoión, en Una máquina de impre­
sión ofset donde en una sola pasada del papel se imprime el 
fondo de seguridad por el procedimiento ofset seco convencio­
nal y el diseho principal por medio de Una plaoa de impresión 
preparada según la presente invención y montada sobre una unî - 
dad ofaet con humectación. TáL máquina de impresión oomprende 
un oilindro porta-mantilla que ooopera a la vez oon al menos 
una placa de impresión ofset y oon al menos una plaoa obtenl
da por el procedimiento que acaba de ser desorlto. El oilindrb

!
porta-man.tllla ooopera ya sea con el oilindro de impresión 
o bien, en el caso de una impresión anverso -reverso simul- { 
tánea, con un segundo cilindro porta-mantilla que ooopera con} 
el mismo sistema de unidad ofset seoo y húmedo que el primero^

N O T A  ¡

Descrita suficientemente la naturaleza del invento,'
t

asi como la manera de realizarlo en la práotica, debe haoerse} 
constar que las disposiciones anteriormente indioadas son susi
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oeptibles da modlfioaolones da detalla en ouanto no alteren j 
au principio fuudamental. También ae hace constar que el inven­
to ae refiere a una solicitud de Patente presentada en Suiza ' 
con Na 10442/74 y fecha de 30 de julio de 1.974, acogiéndose , 
por lo tanto a loa beneficios que oonceden loa Convenios In- j 
ternaolonales en vigor, alendo lo que constituye la esencia [ 
del referido invento y por lo que ae solicita Patente de In- } 
vención por 20 años en España, sobra: PROCEDIMIENTO DE FABRI-, 
CACION DE PLACAS DE IMPRESION PARA LA IMPRESION EN HUECO, oa-¡ 
racterizándose por lo siguiente:

1.- Procedimiento de fabricación de placas de impre-
t

aión para la impresión en hueoo, caracterizado porque ae par-j 
te de una placa grabada para la impresión de grabado en duloe j

ida la que al.menoa la oapa superficial esta oompueata de un 
material,preferiblemente oromo, que retiene a un agente de 
humeotación para que ésta superficie rechazo a la tinta, se 
aplioa sobre toda la superficie de esta placa, oomprendida 
las superficies de las tallas, al menos una capa de una ma­
teria dura o que puede ser endureoida que ae adhiere fuerte­
mente 'a la plaoa y que acepta la tinta,, siendo efeotuada la 
aplioación y la distribución de esta oapa de tal modo que tal 
capa que recubre las superficies de las tallas defina una pro­
fundidad y una forma deseadas de estas tallas, en el caso ¡
de la utilización de una materia que puede ser endurecida, '
se deja endurecer esta materia al menos parcialmente hasta

¡
que haya alcanzado su estado seoo, se elimina a continuación ¡ 
esta materia de la superficie fuera de las tallas para hacer j 
reaparecer la oapa superficial, comprendiendo la fase de es- j 
ta eliminación de la capa un tratamiento mecánico como la 
raspadura o enmienda, o el esmerilado, y porque en el caso
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de la utilización de una materia que puede aer endurecida se 
completa eventualmente el endurecimiento. ¡

2. - Procedimiento según la reivindicación 1, oarac-: 
terizado porque para efectuar el tratamiento mecánioo se sus-, 
pende la placa en una máquina-granuladóra que comprende bolas'

t
que están dispuestas en la superficie de la placa y cuyas di-j 
mensiones son elegidas de tal forma que el diámetro de la me-' 
ñor bola sea superior a la meyor anchura de las tallas, y por­
que se hace oscilar la placa hasta que la capa mencionada haya 
desaparecido por desgaste de la superficie no imprimante. i

í
3. - Procedimiento según una de las reivindicaciones

1 ó 2, caracterizado porque se utiliza como materia que acep-: 
ta la tinta un barniz a base de una resina sintética tal oomo: 
una resina epoxi o acrilica. .

4. - Procedimiento según una de las reivindicaciones:
1 ó 2, caracterizado porque se utiliza como materia que acep-¡ 
ta la tinta una substancia que endurece a la luz tal como un , 
barniz de esmalte utilizado para la preparación fotomecánica 
de las placas litográficas, respectivamente ofset. t

5. - Procedimiento según una de las reivindicaciones,
1 a 4, caracterizado porque la aplicaoión de la capa que aoep-̂  
ta la tinta y cuyo espesor puede ser del orden de 0,01 a 0,1 
mm, es efectuada extendiendo la materia sobre la placa por 
ejemplo por medio de una pieza de tela, de fieltro o de un pin­
cel, por frotamiento de tal modo que las tallas sean parcial­

mente llenadas por esta capa y que su superficie sea oónoava.
6. - Procedimiento según una de las reivindicaciones '

1 a 5, caracterizado porque en el caso de utilización de un 
barniz para la capa mencionada que acepta la tinta, antes del 
tratamiento mecánico de la placa, se elimina parcialmente el '
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barniz por una pieza de tela impregnada de un disolvente del 

barniz.

1 Ó 2 ,  caracterizado porque la capa que acepta la tinta ea 
formada por depósito químico o electrolítico de un metal por 

ejemplo cobre, níquel o hierro.

presión para la impresión en hueco, tal y oomo queda suatan- 
clalmente descrito en la presente Memoria e ilustrado en los 

adjuntos dibujos.
Ésta Memoria conata de trece hojas escritas a má­

quina por una soía cara.

7.- Procedimiento según una de las reivindicaciones

8.- procedimiento de fabricación de placas de im­

Madrid,
DE LA ROE GIORI SJU
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